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円筒セラミックコンデンサ
（1950年～現在）

　円筒セラミックコンデンサは電子機器の強い小型，高周波要望から発明，量産化された．
戦後日本の成長を担ったトランジスタラジオ（昭和30年～）や高度成長時代のTV（昭
和40年～）やVTR（昭和60年～）の普及時に広く採用され電子立国日本を支えた．セ
ラミックコンデンサが「円板」形状から始まり，「円筒（丸型）」と「積層（角型）」形状
に分かれていった流れはそのまま日本の電子部品の市場ニーズを反映している．円筒形状
は「円筒チップコンデンサ」と言うSMD部品として究極の姿を完成させた．高周波特性
で他の部品の追従を許さず，当時画期的な実装条件であったマルチマウントに最適な部品
としてモジュールメーカのニーズに応え市場の拡大を果たした．現在は，積層（角型）が主
流であるがその高周波やマルチマウント特徴は今も健在であり市場の要求に応えている．

Key-words：高周波モ
ジュール，電子チューナ

１．製品適用分野
　通信機器，電子チューナ等の小型・高周波回路．
　

２．セラミックの特徴
　セラミックコンデンサは円板形状のディスクリート
（リード付き）部品として生まれ現在も使用されている
基本的な構造である．しかし単層で平面構造のため，
小型化や静電容量（以下容量）の拡大に適さない．
　一方，円筒形状は容量を形成する部分が立体構造
であるため小型化に有利でリフローはんだに適した
SMD（面実装部品）注１）として高密度実装性に優れる．
さらに内部電極に銅メッキを施すことで低ESR・HiQ
注２）（図１）な高周波特性に優れた性能も実現している．
　単層構造のセラミックにBL注３）と呼ばれる粒界絶縁

注1　面実装部品とよ
ばれ特にリフロー半田
との組み合わせにて機
器の高周波・小型化を
実現した．

注2　ESR（等価直列抵
抗）は電源回路のバイ
パス用途に使用する際，
大変重要な特性となる．
グランドに交流成分を
バイパスするためESR
が低いとノイズ対策効
果が大きく，発熱（損失）
も小さい．ESRが小さ
いと言うことはコンデ
ンサのQが高い（HiQ）
と同義である．

注3　セラミック内部
の多数の半導体結晶界
面にコンデンサを形成
する事で単層構造でも
大容量なコンデンサが
形成出来る．

型半導体コンデンサ構造（図２）を用いることで小型・
大容量をも実現した．このBL構造はSrTiO3（チタン酸
ストロンチウム）と呼ばれるセラミックで構成され，
常温域では立方晶となるため温度安定性や外部衝撃に
対する歪み（ショックノイズ）に優れ，電子チューナ
用途として最適の評価を得た．
　この円筒形状のコンデンサは「円筒チップコンデン
サ」と呼ばれ，マルチマウント注４）実装に最適なSMD
部品として究極の完成を見た．２×1.25mmの形状で
F特性注５）223（0.022uF）を実現した．
　この円筒形状の特徴が高く評価され，電子チューナ
やモジュール等の小型・高周波市場を中心に市場で高
いシェアを得た．最盛期の2000年には総生産で80億
個（／年）に達し，月当たりでは最大９億個の生産実績

図１　製品仕様（Q周波数特性）
高周波部品として重要なQ特性に関しては，GHzレベル
まで高い値を実現している．特に低容量では積層コンデ
ンサのQ値を高める（積層を積む）事が困難な事もあり
その優位性は際だっている．例えば，図の例では積層一
般品と比較すると2～5倍程度のQ値を実現している．

図２　BL（粒界絶縁型半導体）コンデンサの構造
静電容量拡大が困難であると考えられた単層構造のセラミックでは「BL
構造」が発明され大容量化を実現した．単一のセラミック構造中に多
数の半導体結晶を作り，その粒界部分を絶縁化（コンデンサ）する事
で粒子の表面積分のコンデンサを作る事が出来る．
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を残した．

３．製品の基本構造
　内部構造を図３に示す．コンデンサの静電容量特性
は円板コンデンサと同様に，円筒セラミックの厚みに
反比例し内外電極の公差面積に比例する．
　電気特性を構成する素子と呼ばれる電極を形成した
セラミックに，はんだ接合のための端子電極と絶縁保
護のための樹脂外装を施し面実装機能を実現した．
　代表的なチップ部品（図４）の他にキャップを施し
リード線を同軸方向に付けたアキシャルリードタイプ

（図５）と呼ばれる形状もある．
　

４．製法
　図６に製造フローを示す．セラミックの素
原料を「仮焼成」で中間段階まで反応させ，そ
れを粉砕しバインダー（有機物）を加え練り上
げる（土練）．その後，この粘土を長時間ねか
せ押し出し成型を用いて高速に円筒の連続し
た形状（マカロニ形状）に加工する．個別のチッ
プに切断し，焼成すると「素地」と呼ぶ成型体
になる．これに内部電極を塗布し，焼き付け
ると「素子」と呼ばれる電気特性の発現する形
態になる．さらにメッキを施した後，電極間
や表面のリークを防ぐ樹脂を塗布し硬化させ
端子電極を形成する．最後に，再度半田付け
のためのメッキを施し電気特性や外観を全数
選別した後に，テーピングやバルク状態に包
装され出荷される．

５．製品仕様
　図７に製品の外形構造寸法および電気特性範囲と周
波数Q特性（図１）を示す．電気特性は高周波回路で
要求の強い多様な温度特性と高いQ値を実現してい
る．

６．将来展望
　セラミックチップ部品としてはすでに積層構造が小
型化・大容量化や商品の多様性で圧倒し現在はBL構
造のコンデンサは生産を縮小している．
　しかしながら円筒セラミックコンデンサはマルチマ

注4　広く普及してい
るワンバイワンと呼ば
れる部品を１個ずつ取
り扱う方法に対して，
基板上の部品を一括で
実装できる生産性の非
常に高い実装の手法

注5　コンデンサの温度
特性．－20℃～＋85℃
の静電容量変化率が＋
30%～－85％でJISに規
定される．主な回路用
途はノイズ対策で，温
度変化にあまり依存し
ないESRの優れた利点
で広く利用されている．

図３　製品外形と断面構造
円筒コンデンサはその名の通り，セラミックを円筒状に成型しその内外にZn電極（Cu
メッキ）を形成し，絶縁塗料を施して面実装部品（SMD）と成る．セラミックの材料
と厚み，塗布される電極面積でコンデンサの基本性能である温度特性，定格電圧，静
電容量が決定される．

図４　円筒チップ型セラミックコンデンサ
円筒形状の代表部品である「円筒チップコンデンサ」．2.0×1.25
と1.6×1.0mmの２種類が有り，高周波特性に優れ，マルチ
マウント実装に最適化した使い勝手を提供している．

図５　アキシャルリード型セラミックコンデンサ
円筒形状の製品と同軸（長手）方向にリード線し，市場で広く
普及している抵抗部品と同一の形態を有するコンデンサ．容量
表示（カラーコード）にも対応し使い勝手に優れる．
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ウント適性や高周波特性でまだ優位性が高く市場の期
待に応えている．
　また他の円筒部品応用に目を向けるとアキシャル
リード型のディスクリート部品として汎用的な抵抗部
品と同一の実装条件で使用できるコンデンサとして市
場評価が高い．

［連絡先］	 山本　洋一
　　　　　太陽誘電（株）
　　　　　コンデンサ事業部　品質保証部
	 〒 370─1196　佐波郡玉村町大字川井 1796─1

図６　円筒チップ型セラミックコンデンサの製造工程フロー
原材料を一旦中間材料に加工し，成型，焼成，電極形成，外部絶縁塗布をへてメッ
キを施し外観や電気特性を全数選別する．最後に，テーピングやバルクといった
お客様の希望される包装形態に加工され出荷される．

図７　製品仕様
小型で多様な温度特性に加え，モジュール回路に多い狭偏差にも対応したラインナップで市場の強い支持を
得た．
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形状寸法 電気特性
表１　形状寸法と温度特性別，静電容量取
　　　得範囲pF

樹脂コート Conformal coating
電極端子 Electrode terminal

※この記事は，2007年に作成されたものです．その後，本製品の生産は2022年に終了しております．


